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ODttcal disc and prodn. esp. small scale prodn. of audio-visual disc - 
by laser ex^sure of photoresist contg. resin, light-sens.tive cpd. and 

"'^"pIoSeER ELECTRONIC CORP 91.03.28 91JP-064613 (91.03.28 

A8^G06L03 T03 W04 (92.10.01) G03F 7/00. 7/039. GllB 7/24, 
7/26 

pSVf^pta^^^^^^^^ involves (a) exposure of a photoresist coat (I) 
on a%-2is?arent substrate with a /f//,^,SffbXsTcpd 
contE a resin (II). a light-sensitive material (III) and a ballast cpa. 
av !\brdevelopment to form very small pits in the surface of i) 
c) bakine to fix (I): (d) UV exposure; and then either (e-l) coat ng 
wi h a relectSe iilm and formSg a protective f J- the reHe^^^^^^^^ 
film; or (e-2) transferring a transparent coat of UV-curable resm to 
the surface.^^^ (ID are cresol novolak resins: (III) esters of 
1 2-naphthoqulnone-diazo-5-sulphonyl chloride : a"^. . j ^1,' 
bis(hydroxyaryl) or aryl hydroxyaryl ketones, alkyl gallates, N- 

"^^^'■Se/aSvISta^^^^^ is relatively simple, reduces 

the number of prodn. stages and increases the life of the discs. It is 
suttablT for making many types of oPti^al discs bom Pf^^n^ 
and esp. in small-scale prodn. e.g. of audio-visual software. (lOpp 
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@ Optische Platte und Verfahren zu deren Herstellung 

(§) Eine optische Platte mit einem lichtdurchlassigen Sub- 
strat, einer darauf ausgebtldeten Photolackschicht. die ein 
Harz. ein tichtempfindliches Material und eine Ballastverbin- 
dung umfadt und in ihrer Oberflache sehr kleine Vertiefun- 
gen besitzt, und einem auf der Photolackschicht ausgebilde- 
ten reflektierenden Film. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer solchen optischen Platte 
umfaSt einen Schritt des Belichtens einer das lichtdurchlas- 
sige Substrat und die darauf ausgebiidete Photolackschicht 
aufweisenden Vorlage mittels eines fokussierten Laser- 
strahls. einen Schritt des Entwickelns dieser Vorlage, um in 
der Oberflache der Photolackschicht sehr kteine Vertiefun* 
gen auszubilden. einen Nachbrennschritt des Erwarmens der 
Photolackschicht, um diese zu fixieren, einen Schritt des 
Bestrahlens einer Oberflache der Vorlage mit ultraviotetten 
Strahlen. einen Schrin des Ausbiidens eines reflektierenden 
Films auf der Photolackschicht und einen Schritt des 
Ausbiidens eines Schutzfilms auf dem reflektierenden Film. 
Da dieses Verfahren nur verhaltnisma&ig einfache Schrirte 
umfaGt. ist es fur die Herstellung von vielen verschiedenen 
optischen Platten in jeweils geringer Stuckzahl geeignet. 
Alternativ kann das Verfahren nach dem Schritt des Bestrah- 
lens mit ultravioletten Strahlen einen Schritt aufweisen, in 
dem eine Ubertragungsschicht aus etnem lichtdurchlassigen 
und mittels ultravioletter Strahlen haaenden Harz auf der 
Oberflache der Photolackschicht ausgebildet wird. 
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Beschreibung 



Die vori.egende Ernndung betrifft eine opiische Platte und ein Verfahren zu deren Herstellung 
J-!" \n f'^kommliches Verfahren fur die Herstellung von optischen Flatten wie etwa von Bildplatten 

' Hit ?u '^'"^"1 ^^rtahren wird zuniichst eine eine Photolackschicht 2 aufweisende Photoresistvorlage 
,1c hi « Glasscheibe I gleichmaOig verteilt ist. wie in Fig. 3(a) gezeigt. vorbereitet' 

ansch heBend w.rd auf die Photolackschicht 2 ein Laserstrahl La gerichtet. der gfmaB ei^iem vorgegebenen 
Snrl H 'l'"*^ etngeschaltet wird. urn auf der Photolackschicht 2 ein gespeichertes Biid in Form einer 

, zu erzeu«n tVntZ-T^K f ^^'he von Punkten. die einer vorgegebenen Information entsprechen 

Eh,trefun«n\2i. l^M ^ H ""'f'-A" Photoresistvorlage entwickelt. um auf ihr eine Reihe von sehr kleinen 
fi^tsSeehln S hT! l*""*^" G™ben" beze.chnet werden) zu schaffen. die dem aufzuzeichnenden Signal 
Tack^rf^^chr^ M„1 """^ f"'.T''*'"^ Photoresistvorlage ergibt. die die mit den Gruben versehene Photo- 

n!in w H H ('"f°™«"0""."fje'<:hnungsschicht) und die Glasscheibe I aufweist. wie in Fig. 3(b) gezcigt ist 
der Cirscht'L '"'l'*'''')' ^ f ^J"" entwickelten Photoresistvorlage mit dem Ziel ihrer Fixlerung S 
P.a 9,'^"^'^"'''^ ge«rocknet (nachgebrannt). so daB sich eine getrocknete Photoresistvorlage ergibt. wie in 
j. I't ^"^'^'^''^''^"d wird die Photolackschicht 2 mit einem Metall wie etwa Silber oder Nickel 

bedampft. um auf .hr emen leitenden Film 3 zu bilden. woraus sich eine Vorlage 3a der Photoresistvorlage mU 
ZmZn'^T'T" ''"'."'f D« bedeutet,^daB die die GrubeSwSe 
wird An ch i'nTw'lM ^^^^^ 1'''"*' m ^^^^ Pf""^ ''^^ Photolackschicht mit einem Metall leitend gemacht 
taucht um aufdrm 1^ H V-^^^T^- M"tterphotoresistvorlage in ein Nickel-Galvano-Formungsbad einge- 
taucht. um auf dem leitenden Film 3 m.ttels Elekiroplattierung Nickel (Ni) aufzubringen. um eine dicke Nickel- 
AntJli^Bend N'^'i«'«<=™P-' ^h^ffc". wodurch eine Platte erhaltin wird. wifs!!^ mr^l^^'gl^eSSi. 
AnschheBend w.rd der Stempel oder die Nickelschicht 4 von der Glasscheibe 1 abgetrenn* wie in Fil 3m 
St' •l'^'" 2 r P'"" 3. die auf dem Stempel verbleiben werden darS 

W an Sner^orS/ihiJf ^^^^f'" "'^ " ^ezei^t ist Dann wird der Nickelstem 

den Niirds,emoe?.iJ^ emer SpmzguBmaschine angebracht und festgeklemmL Weiterhin wird in • 

me,hvL.,hl. f » J D^^",^^ Harzmatenal w.e etwa geschmolzenes und flieBfahiges PMMA (Poly- 

S^en w^-d um III'Im (Polycarbonat) gespritzt. wobei das Harzma.erial nach seinem^Ausharten abgl 
zuTchaffea '^'^"^ vorgegebenen Informationsaufzeichnungsflalhe 

vtr^[tlZ7l^VnZfv '/'If' ""I" ^^S"""} ^'"'^ renektierender Film wie etwa ein Aluminiumfiimunter • 

^^i^^S^;^^'"^^' EndbearbeituWozeQ u„terw:rf:a?J^B"s1cS . 

d Jl'.J^ntu *'1'''^"""1;^^'" Verfahren sind jedoch einerseits viele Galvanoformungsschritte erforderlich bis 
ii s wi^d' fi '''V^' ''I" Vorgang der Elektroplattierung viel Zeif erforderlich ist; andere^ 

Pr^ukSn des ItemoTv^ "u^ verhaltnismaBig groBe SpritzguBmaschine ben6tigt. Da die 

SSuk on vonl^^LnT. "i' AnsP-'^ch n.mmt und teuer ist. ist das herkommliche Verfahren fur die 
Produktion von mehreren optischen Flatten, die die derzeitige Tendenz zur Herstellung vieler verschiedener 
Typen von audiov.sueller Software in jeweils kleiner Stuckzahl erfollen. nich. optimal geei|nJt 
Herste u2t .'u^h!,ft^ ^ t Erfindung. eine optische Platte und ein Verfahren zu deren 

Planln n ^ * c*"' ^" T'""^^ '^'""^ '^'^ Produktion vieler verschiedener Typen von optischen 

Blg"emrch^e^7roz^e:^^^^^^^^^^^^ Massenproduktion von optischen Flatten mlTtels verh^tnisma- 

a.PH!l%'!f"'f ''!' ^'".T V«'"fa*""en der gattungsgemaBen Art gemaQ einem ersten Aspekt der vorlie- 
genden Erf.ndung gelost durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches t. 

HiP M^ril",! iT' ^^1 """" 0P»schen Platte der gattungsgemaBen Art erfindungsgemaB geldst durch 

die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 2. s«:iu»iuurcn 
SchheQIich wird die Aufgabe bei einem Verfahren der gattungsgemaBen Art gemaB einem weiteren Aspekt 
der vorhegenden Erf.ndung gelSst durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 3 ^ 
dem k,nn h""" ^nzahl der Produktionsschritte fur die optische Platte verringert werden. aufler- 

aem kann die Lebensdauer der opt.schen Platte verlangert werden 

wSurXi^^L\'!!!!i!!n^'^^7f die fur die Herstellung eines Stempels erforderliche Zeit abgekurzt werden. 
wodurch das Herstellungsverfahren fur die optische Platte vereinfacht wird. 

nahe^riauttrt"esTefgen- ^"''""'^ bevorzugter Ausfuhrungsformen mit Bezug auf die Zeichnungen 

... ' einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fur erne opfsche Platte gemaB einer ersten Ausf uhrungsform der vorllegenden Erfindung 

fur efne"omi'.rhe P^I^f "'^'''"«^""'^^"'" ^'"'""••^ Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fur eine optische Platte gemaB emer zwciten Ausfuhrungsform der vorllegenden Erfindung: und 

s,eHunL%"rf,"hr^.„!T'"'''''''" ^"Y' ^^^'"""'^ *" ^en einzelnen Schritten eines herkommlichen Her- 
steilungsverfahrens fur eine optische Platte. 

.rlll!.hM!!!«jrrI!""^'''!.'''''L''^" P""*" '^^^ Ausfuhrungsform wird zunachst mittels eines Schleuderbe- 

i u ' Oder dergleichen eine Photoresistvorlage geschaffen. die erne Photolackschicht 20 auf- 
weis . aie au der Hauptseite eines gereinigien. Hchtdurchlassigen Substrats 10 aus Glas, PMMA. PC oder 
f rf l^rh!.?^'' ! '"^-"b''<^^' f^g- ge«ig,. wird auf die Photolackschicht 20 ein Laserstrahl 

La gerichtet. der gemaB einem vorgegebenen Signal intermui.erend eingeschaltet wird. um auf der Photoiack- 
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schicht 20 ein gespeichertes Bild in einer spiralformigen oder konzenirischen Reihe von Punkien. die der 
vorgegebenen Information entsprechen, zu erzeugen. Die Photolackschicht 20 umfaQt ein Harz. ein lichtemp- 
findliches Material und eine Ballasiverbindung.deren Zusammensetzung weiier unten beschrieben wird. 

Anschlieflend wird die belichtete Photoresistvorlage entwickeli. urn auf dieser eine Reihe von sehr kleinen 
Eintiefungen zu schaffen. die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen; dadurch wird eine entwickelte Photore- 5 
sistvorlage erhalten.die die mit Gruben versehene Photolackschicht 20(Inforniationsaufzeichnungsschicht) und 
das iichtdurchiassige Substrat 10 aufweist, wie in Fig. 1(a) gezeigt ist 

Die Phoiolackschicht 20 auf dieser entwickeiten Photoresistvorlage wird erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf dem lichtdurchlassigen Substrat 10 getrocknet (nachgebrannt). wodurch sich eine getrocknete 
Photoresistvorlage ergibt. wie in Fig. 1(c) gezeigt isi. 10 

Dann wird die Photolackschicht 20 mit Ultraviolettstrahlen bestrahlt. wie in Fig. 1(d) gezeigt, urn die Vernet- 
zung des Harzes in der Photolackschicht 20 zu beschleunigen, damit die Photolackschicht als Informationsauf* 
zeichnungsflache ausgehartet wird. 

AnschlieBend wird auf der die Reihe von sehr kieinen Gruben aufweisenden Informationsaufzeichnungsflache 
ein reflektierender Film 30 aus Aluminium oder dergieichen ausgebildei, wie in Fig. 1(e) gezeigt ist, woraufhin 15 
dieser reflektierende Film 30 mil einem Schutzfilm uberzogen wird, wodurch eine optische Platte erhalten wird. 

Das Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaQ dieser ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung ist bis zum Schritt des Nachbrennens mit dem herkdmmlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
erfindungsgemaBes Merkmal dieser Ausfuhrungsform umfaBt die Ausfuhrung des Schrities des Beschieunigens 
des Verneizens der Photolackschicht 20 nach dem Schritt des Nachbrennens. 20 

Genauer dient die Plaitensiruktur gemaO dieser ersten Ausfuhrungsform. die den reflektierenden Film um- 
faBu der auf der die Gruben aufweisenden Photolackschicht ausgebildet ist. bei der Produktion einer oder 
mehrerer opiischer Flatten als eine solche optische Platte. Es ist daher notwendig, die von der Zeit abhangige 
Verschlechterung der Photolackschicht 20 zu unterdrucken und die Korrosion des reflektierenden Films durch 
die Photolackschicht zu verhindem. Dazu wird die Vernetzung der Photolackschicht 20 beschleunigt, um diese 25 
Photolackschicht 20 schneller zu stabilisieren, damit die gleichzeitig stattfindende Korrosion des reflektierenden 
Films unterdruckt wird 

Im Stand der Technik ist versucht worden, die Plattensiruktur. die eine Gruben aufweisende und mit einem 
reflektierenden Film Qberzogene Photolackschicht 20 aufweist, direkt als optische Platte zu verwenden. Die sich 
daraus ergebende optische Platte konnte jedoch ihre Leistungsmerkmale aufgrund der Verschlechterung der 30 
Photolackschicht und des mit der Photolackschicht eng verbundenen reflektierenden Films nicht iiber eine lange 
Zeitperiode beibehalten. Mit dem erfindungsgemSBen Verfahren gemSB der ersten Ausfuhrungsform kSnnen 
sowohl diese Nachteile als auch die obenerw&hnten Probieme des Standes der Technik bezuglich des zeitauf- 
wendigen Hersiellungsprozesses und der vielen Produktionsschritte beseitigt werden. Die durch das Verfahren 
gemaB dieser Ausfuhrungsform erhaitene optische Platte benotigt wahrend des gesamten Produktionsprozesses 35 
keinen Stempel fur die Erzeugung eines Abdrucks, so daB sie eine getreue Informationsaufzeichnungsflache 
erhalL 

Wie oben beschrieben, konnen mit dem Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung die Produktionsschritte vereinfacht werden, so daB dieses Verfah- 
ren fiir die Produktion von optischen Flatten in geringer Siiickzahl geeignet ist; daher ist mit diesem erfmdungs- 40 
gemaBen Verfahren das Problem vielfaltiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer Stuckzahl 
beherrschbar. Die erfindungsgemaBe optische Platte kann eine InformationsaufzeichnungsflSche mit richtig 
geformien Gruben erhalten. 

Nun wird die zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Bei der Herstellung einer 
oder mehrerer optischer Flatten kann ein Verfahren angewendet werden. bei dem das als Informationsaufzeich* 45 
nungsflache dienende Muster der sehr kleinen Gruben der Mutterphotoresistvorlage unter Verwendung eines 
Harzstempels und nicht eines Metallstempels ubertragen wird und anhand dieses Harzstempels ein Abdruck • 
ersielit wird. Dieses Abdruck-Herstellungsverfahren ist ein sogenanntes 2P-Verfahren (Photopolymer- Verfah- 
ren). bei dem ein {"2P" genanntes) Photopolymer-Fluid verwendei wird. das ein durch Ultraviolettstrahlen 
hartendes Harz ist. mil dem die Informationsaufzeichnungsflache uberzogen wird, wobei die Schicht gemaB 50 
diesem Verfahren anschlieBend mit ultravioletten Strahlen bestrahlt wird, um das 2P zu harten und anschlieBend 
das gehartete 2P als Ubertragungsschicht fur die Informationsaufzeichnungsflache verwendet wird. Bei der 
Obertragung der Informationsaufzeichnungsflache, die der Schaffung eines Abdrucks unter Verwendung des 
2P-Verfahrens dient, muB auf der Oberflache der Photolackschicht der Mutterphotoresistvorlage eine Sperr- 
schicht wie etwa ein Metallfilm ausgebildet werden, um eine Korrosion des Photoresists durch das 2P-Material 55 
zu verhindem. Die Ausbildung der Sperrschicht kann die folgenden drei Probieme ( 1 ) bis (3) zur Folge haben. die 
jedoch durch das Verfahren gemaB der zweiien Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beseitigt werden 
konnen. 

1 ) Die Ausbildung des Metallfilms ist schwierig und zeitaufwendig. 60 

2) Da die Sperrschicht auf den in der Photolackschicht ausgebildeten Gruben vorgesehen wird, werden die 
Formen der Gruben auf der UbertragungsflSche geanderi, was eine Verschlechterung der Reproduktion 
der Signale aus der mitteis des Harzstempels aus einem Abdruck erhaltenen optischen Platte zur Folge hat. 

3) Da die Abdeckungsabdeckung aus einer Reinraum-Atmosphare eninommen und anschlieBend in einer 
Dampfabscheidungsmaschine angeordnet wird. kann an der Abdeckung Staub anhaften. der Signalausfalle 63 
zur Folge haben kann. 

Nun wird das Herstellungsverfahren fiir eine optische Platte gemiiB der zweiten Ausfuhrungsform der 
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' "yll^^Z'^^" Erfindung. mit dem die obenerwahnten Probleme beseitigt werden k6nnen. beschrieben 
Pht^^^L . , "'"P«e'te einer gereinigten. lichtdurchlassigen Platte 100 aus Glas. die als Substrat der 

tun«veS Phcolaclcschicht 200 gleichmaQig ausgebildet. wobei ein Schleuderbeschich- 

lungsvertanren Oder dergletchen verwendet wird und die Phoioresistvorlage geschaffen wird Wie in Fip Jfal 
gezeigt. w.rd d.e Photolackschich, 200 mi, e.nem Laserstrahl La bestrahh. der gemaO einem vorLebenen 
tes bXh Prr^^ eingeschalte. w,rd. so daC auf der Pho.olaf kschich. ^ein gesfeSr- 

In,cn K spiral.gformiger oder konzentrischer Reihen von Punkten, die der vorgegebenen Informadon 
eT Bal asT^^^^^^^^^^ Pho.olackschich. 200 umfaB, ein Harz. ein lich.empfindliches MaS SSd 

eine ballast verbindung.deren Zusammensetzung weiter unten beschrieben wird. 

kletnen S^nr„'^dt'H''''''''f''' Photoresistvorlage entwickelt. wodurch auf dieser eine Reihe von sehr ' 
kH P . ^ •. aufzuzeichnenden Signal enuprechen. geschaffen wird. woraus sich eine entwifc- 

iun^«oSMf"T^°"r^! r^'*"- '^'^ '^'^ versehene Photolackschicht 200 (InformationsaufzeTch- 

nungsschicht) und die lichtdurchiassige Platte 100 enthalt. wie in Fig. 2(b)gezeigt ist '"ationsautzeich 

AnschlieCend wird die Photolackschicht 200 auf dieser entwickelten Vorlage erwarmt und mit dem Ziel ihrer 

AnschheBend werden auf die Photolackschicht 200 ultravioleite Strahlen gerichtet. wie in Fie 2(d) eezeiet ist 
"eTchtungXhTlien7n?e"phc;^^^ Photolackschicht 200 zu beschleunif en. dam'i. die afslnSLS ul^ 
Ahcl^kr I J 75- ^ Photolackschicht aushartet. wodurch sich eine Mutterphotoresistvorlaee ersibt 
Jas e.n m f,"? "i"'^ ^"'"^ ^^""^^ aufweisende InformationsaufzeichnungsCert llnem 2P^^^^^ 

2on«?,fTI ""^av'oletter Strahlen hartendes Harz ist. uberzogen, woraufhin auf die so Qb^i^ogen^ fnforma 
nonsaufze chnungsflache ultrav.olette Strahlen gerichtet werden. um das 2P-Fluid zu einer ObeTSnisSt 
SJn . gezeigt ist Diese ObenragunSS^^^ 

^ zwthen r'^"''? f ^'"P^'ha't^P"'"'^ gehalten werden. Zu diesem Zweck kann die ObenrafL^ sclidu 

:?r2sX^rrdermur'""^^""^ ''"^ Photolackschicht zu verwirklicheVohne daO eine'speSlcht ' 

Wie oben beschrieben. konnen mit dem Herstellungsverfahren fur eine optische Platte zemiiB der zweiten 
ObertJa^un^ vorhegenden Erfindung die Herstellungsschritte verein'Jacht wSen. wobei eine getreue 

daflTsI "v'eSh e^Tr^ H^^^^^^^^^^^^ T HerstellungsprozeS der optischen Platte erziel? Sso 

diesem Vprf,hr^„ ! u "^"♦^ '""S I'on optischen Flatten in geringer Stuckzahl geeignet ist: daher ist mit 
SrTschatr "'"""^ ""y"^" audiovisueller Software in je'weils geringer StuSl 

Vorzugsweise urnfaOt die Photolackschicht des Herstellungsverfahrens fur optische Platten eemiB der ersten 
n f Ha^kl^l" Ausfuhrungsform die im folgenden angegebenen Komponenten (1 ) bfsS 
dui:^hSS"S^^^^^^^^ ^-''^'^ - — - Kresol-Novolak, das 




(I) 



(n ganze Zahl) 



(2) Lichtempfindliches Material: Vorzugsweise umfaQt das lichiempfindliche Material hauptsachlich den Ester 

oHer JnrTi r ^."^f ^'"^Ballastverb.ndung. die durch eine der weiter unten angegebenen Formein 3 bis 15 
Oder durch em Gemisch derselben dargestelft wird. gegeben ist. rormem j ois i d. 




(2) 
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(3) Ballasiverbindung: Vorzugsweise wird die Ballastverbindung durch eine der folgenden Formeln 3 bis 15 
dargestelli und in einer Menge von 3 bis 9 Gewichts- % relaiiv zum gesamten Photoresist beigemischt. 
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Die durch ultraviolette Strahlen induzierte (hv-induziene) Photoreaktion des lichtempfindlichen Materials des 
30 Photoresists wie eiwa Naphthochinon-Diazo, das durch die Formel 2 dargesiellt wird, lauft emsprechend der 
unten angegebenen chemischen Forme! 1 6 ab. 

O O 

il 

/^\/^\^^ hv Umordnung /^\_ 
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(Naphihochinon-Diazo) findenketen) 

Bezuglich der Beschleunigung der Vernetzung kann festgestellt werden. daB bei einer direkten Erwarmung 
45 (Brennen) des leicht vernetzbaren Indenketens oder bei Einwirkung von Licht (Uliraviolettstrahlen) auf das in 
einem wasserfreien Zustand befindliche Indenketen das Basispolymer durch dieses Indenketen wirksam vernetzt 
wird. Insbesondere im Falle des KresoUNovolak, das die Hauptkomponente des Basispolymers des vorhandenen 
posmven Photoresists darstelli. schafft die Beschleunigung von dessen Vernetzung schlieBlich ein stabiles 
warmehartendes Bakelit (Kresolformalinharz). Die Ballastverbindung ermoglicht es. an seine OH-Gruppen ein 
50 Iichiempfindliches Material anzufiigen, wodurch die Einbringung einer groQen Menge von lichtempfindlichem 
Material in das Resist gewahrleistet wird. Dadurch kann der Vernetzungsgrad mil dem Basispoly ner erhdht 
werden. . 
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! . Herstellungsverfahren fur eine opiische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschriit, in dem ein fokussierter Laserstrahl (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat (10) 
und erne darauf ausgebildete Photolackschicht (20) umfassende Vorlage gerichtet wird, wobei in diesem 
Schritt die em Harz, ein lichtempfindliches Material und eine Ballastverbindung enthaltende Photolack- 
60 schicht(20)belichtet wird: 

einen Eniwicklungsschriti. in dem die Vorlage ( tO. 20) eniwickeli wird. urn in der Oberflache der Photolack- 
schicht (20) sehr kleine Veriiefungen auszubilden: 

einen Nachbrennschritt des Erwarmens der Photolackschicht (20). urn diese zu fixieren; 

einen Uitraviolettbestrahlungsschriit. in dem die Oberflache der Vorlage (10,20) mit ultravioletten Strahlen 

65 bestrahli wird: 

einen Schritt des Ausbildens eines reflekiierenden Films (30) auf der Photolackschicht (20); und 
einen Schritt des Ausbildens eines Schutzfilms auf dem rerlektierenden Film (30). 
2.0ptische Platte, mii 
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einem lichtdurchlassigen Subsirat (10): 

einer Photolackschichi (20). die auf dem lichtdurchlassigen Substrat (10) ausgebiidet ist und sehr kleine 
Vertiefungen aufweist: und 

einem refiektierenden Film (30). der auf der Photolackschichi (20) ausgebiidet ist. 

dadurch gekennzeichnet. daQ die Photolackschichi (20) ein Harz. ein lichtempfindliches Material und eine 5 
Ballastverbindung aufweist. 

3. Herstellungsverfahren fur eine optische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschriii. in dem ein fokussierter Laserstrah! (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat 
(100) und eine darauf ausgebildete Photolackschichi (200) umfassende Vorlage gerichtet wird. wobei in 
diesem Schritt die ein Harz. ein lichtempfindliches Material und eine Ballastverbindung umfassende Photo- 10 
lackschicht (200) belichiet wird: 

einen Entwicklungsschritt. in dem die Vorlage (100. 200) entwickelt wird. urn in einer Oberflache der 
Photolackschichi (200) sehr kleine Vertiefungen auszubilden: 

einen Nachbrennschriit. in dem die Photolackschichi (200) erwarmt wird. urn diese zu fixieren; 

einen Ultravioletibesirahlungsschritt. in dem eine Oberflache der Vorlage (100. 200) mil ultravioletten 15 

Strahlen bestrahli wird: und 

einen Oberiragungsschritt. in dem eine Obertragungsschicht (400) aus einem lichtdurchlassigen. miitels 
uliravioletter Strahlen harienden Harz auf der Oberflache der Photolackschichi (200) ausgebiidet wird. 
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